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Elektronikus alkatrészek csoportositasa

Furatszerelt alkatrészek
+ passziv és aktiv alkatrészek, integralt aramkoérok
+ csoportositasa a kivezetések mechanikai tulajdonsagai és
geometridja alapjan
+ csomagolasi modjai
Fellletszerelt alkatrészek
« passziv és aktiv alkatrészek, integralt aramkorok
« csoportositasa a kivezetések geometrigja szerint
* csomagolasi maédjai

Chipmeéreti tokozas, (CSP — Chip Scale Package)
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AZ ELEKTRONIKUS ALKATRESZEK

CSOPORTOSITASA

Funkcié szerint:

aktiv, passziv

Szerelhetéség szerint:

furatszerelt, felliletszerelt, tokozatlan chip
Funkciék szama szerint:

diszkrét alkatrészek — egy alkatrész egy
aramkori elemet tartalmaz,

integralt aramkorok — egy alkatrész tébb
aramkori elemet tartalmaz

Feluletszerelt ellenallas

Furatszerelt tokozott IC Feliiletszerelt tokozott IC
Pl. Dual Inline Package (DIP) PI. Quad Flat Pack (QFP)

Furatszerelt ellenallas
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ELEKTRONIKAI SZERELESTECHNOLOGIAK

A SZERELT NYOMTATOTT
HUZALOZASU LEMEZ FELEPITESE

1. Hordozd, pl. FR4

livegszalas epoxigyanta
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A SZERELT NYOMTATOTT
HUZALOZASU LEMEZ FELEPITESE

forrszem vezeték  forr. fellilet (pad)

1. Hordoz¢, pl. FR4

I il livegszalas epoxigyanta
w @ D D 2. Réz mintazat:

D D fotolitografiaval kialakitott
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A SZERELT NYOMTATOTT

HUZALOZASU LEMEZ FELEPITESE

forrszem vezeték  forr. fellilet (pad)

1. Hordoz¢, pl. FR4

3. Forrasztasgatlé maszk: 3
szitanyomtatéssal viszik fel és

|
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ELEKTRONIKAI SZERELESTECHNOLOGIAK

A SZERELT NYOMTATOTT
HUZALOZASU LEMEZ FELEPITESE

forrszem vezeték  forr. fellilet (pad)

0

1. Hordozd, pl. FR4
livegszalas epoxigyanta
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2. Réz mintazat:
fotolitografiaval kialakitott

3. Forrasztasgatlé maszk:
szitanyomtatéssal viszik fel és
fotolitografidval mintazzak
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4. Feliratok, pozicidéabrak:
szitanyomtatassal viszik fel
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A SZERELT NYOMTATOTT
HUZALOZASU LEMEZ FELEPITESE

forrszem vezeték

forr. felllet (pad)

1. Hordoz¢, pl. FR4
livegszalas epoxigyanta

I

Réz mintazat:
fotolitografiaval kialakitott

w

. Forrasztasgatlé maszk:
szitanyomtatéssal viszik fel és
fotolitografidval mintazzak
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. Feliratok, poziciéabrak:
szitanyomtatassal viszik fel

via  fellletszerelt alk.
furatszerelt alk.
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. Alkatrészek bedltetése:
kézi, gépesitett
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A SZERELT NYOMTATOTT
HUZALOZASU LEMEZ FELEPITESE

forrszem vezeték  forr. fellilet (pad)
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. Hordozé, pl. FR4
livegszalas epoxigyanta

N

. Réz mintazat:
fotolitografiaval kialakitott

w

. Forrasztasgatlé maszk: 3
szitanyomtatéssal viszik fel és
fotolitografidval mintazzak

. Feliratok, poziciéabrak:
szitanyomtatassal viszik fel

fellletszerelt alk.
zerelt alk.
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. Alkatrészek bedltetése:
kézi, gépesitett

. Forrasztas: hullamforrasztas, ©
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Ujrabmlesztéses forrasztas
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ELEKTRONIKAI SZERELESTECHNOLOGIAK

FURATSZERELT ALKATRESZEK

* Hajlékony vagy merev kivezetésekkel (alkatrészlabakkal)
rendelkeznek. A hajlékony kivezetéseket a furatok helyzetének
megfeleléen méretre vagjak és hajlitjak.

* A kivezetéseket a szerel6lemez furataiba illesztik és tobbnyire a
masik oldalrdl forrasztjak be. Ezért a csak furatszerelt alkatrészeket
tartalmazé  aramkoroknél  megkilonboztetink — alkatrész-  és

forrasztasi oldalt.

kivezet6  Sichip huzalkdtés  froccssajtolt tok

egyoldalas nyomtatott
huzalozasl lemez

kétoldalas nyomtatott
huzalozasl lemez

forrasztott kotés nem fémezett furat szerel6lemez fémezett fall furat
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FURATSZERELT ALKATRESZEK
CSOPORTOSITASA

» Kivezetések mechanikai tulajdonsaga szerint
hajlékony — furatokhoz hajlitjak merev/fix — tervezett furatok

kondenzator pl. kondenzator  tranzisztor
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CL I I [II—]
s
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* Kivezetések geometriaja szerint M %
axidlis radialis kerlilet mentén
pl. ellenallas, kondenzator  pl. kondenzator, tranzisztor, LED integralt aramkaorok
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T
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DISZKRET FURATSZERELT
ALKATRESZEK (PASSZiV)

Ellenallas Kondenzator

festékbevonat-

fémsapka
kivezetés

fegyverzet
mlanyag haz -
kivezetés keramia dielektrikum -

Tekercs
festékbevonat
fémsapka

kivezetés

érték - szinkéd

huzal-tekercselés
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FURATSZERELT AKTIiV ALKATRESZEK

Dioda LED TO-220
Si chip huzalkotés nagyteljesitmény( FET-ek

anod
katéd

kivezetés félvezetd chip  huzalkétés kivezetés

TO-92 TO-3 DIP-14
altalanos tranzisztorok nagyteljesitmeényi tranzisztorok integralt aramkorok
2 miianyag tok
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KULONLEGES FURATSZERELT
ALKATRESZEK

Nagy kivezetés szamu furatszerelt alkatrészek - PGA (Pin Grid Array)
*« A kivezetések a tokozas aljan, feluleti
racspontokban helyezkednek el (grid array)

« Asztali szamitégépek processzorainak

tipikus tokozasi formaja
« El6ny: oldhaté mechanikai kotéssel
foglalatba iiltethetd -> cserélhetd

Elektro-mechanikus alkatrészek

Csatlakozok Kapcsolok Foglalatok
pl. USB

-
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FURATSZERELT ALKATRESZEK
CSOMAGOLASI MODJAI

Alkatrész tipus Csomagolas maéd
Axialis kivezetésii Kétoldalas hevederezés
—— —C T
¥

e S ) I — 0—0

Radialis kivezetésii Egyoldalas hevederezés
TSNV
[

Integralt aramkor Csoétar
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ELEKTRONIKAI SZERELESTECHNOLOGIAK

FELULETSZERELT ALKATRESZEK

(SMD = SURFACE MOUNTED DEVICES)

* Rovid - furatszerelésre alkalmatlan - kivezetésekkel vagy az
alkatrész oldalan/aljan 1évé, kivezetési célu forrasztasi feliiletekkel

(kontaktusfellilet) rendelkeznek.
« Az alkatrészeket a kotott elrendezésii kivezetéseknek (,footprint”)
megfeleléen kialakitott fellileti vezetékmintézatra (forrasztasi

fellletekre — ,pad”) lltetik ra és ugyanazon az oldalon forrasztjak be.

ellenalldas  kontaktusfellilet kivezetés Sichip huzalkétés froccssajtolt tok

] i
forrasztasgatlé maszk  bels6 huzalozési réteg  szerellemez via
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FELULETSZERELT PASSZIV DISZKRET

ALKATRESZEK

ellenallas réteg védéiveg Felliletszerelt kondenzator

keramia dielek-
trikum réteg

1206 3,05 x 1,52 0402 1,02 x 0,51
0805 2,03x1,27 0201 0,6x0,3  keramia félia

0603 1,52x0,76 01005 0,4 x0,2
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FELULETSZERELT AKTIV ALKATRESZEK

ES INTEGRALT ARAMKORI TOKOZASOK

Siralyszarny alaku kivezetés

SOT-23

kollektor epoxi tok

Tokozas célja: a chip védelme és a
kapcsolat megteremtése a chip a

szerel6lemez kozott.
1. szintli 0sszekottetés: a chip és a
< chip chiptarté (hordozo) kozott

kivezetés:

pl. Cu+ Sn

Cu + NiPd(Au) ... 2. Szintli dsszekottetés: a chiptartd
NiFe + Sn chiptartd * 0 o
és a szerel6lemez kozott
X-BMEETT Elektronikus alkatrészek 18124

Elektronikus alkatrészek



ELEKTRONIKAI SZERELESTECHNOLOGIAK

SM IC TOKOZASOK OSZTALYOZASA A
KIVEZETESEK GEOMETRIAJA SZERINT
Keriilet mentén elhelyezked6 kivezetésekkel rendelkezd tokozasok
(perimeter style)

SOIC - Small Outline IC QFP — Quad Flat Pack
(4-16 kivezetés, raszterosztas ~1,27 mm) (4-256 kivezetés, raszterosztas >0,4 mm)

PLCC - Plastic Leaded Chip Carrier QFN - Quad Flat No-Lead
(8-40 kivezetés, raszterosztas ~1,27 mm) (16-32 kivezetés, raszterosztas ~0,4 mm)
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SM IC TOKOZASOK OSZTALYOZASA A
KIVEZETESEK GEOMETRIAJA SZERINT
A tok aljan egy racs metszéspontjaiban elhelyezkedd kivezetésekkel
rendelkez6 tokozasok (area array style)

BGA - Ball Grid Array FC-BGA - Flip-Chip Ball Grid Array
(16-256 kivezetés, raszterosztas ~1,27 mm) (<1600 kivezetés, raszterosztas ~0,8 mm)

froces-sajtolt tok  Sichip  Au huzal froces-sajtolt tok ~ Si chip bump

[ OEOEOEOEG
=l ===l =l ===l=ee—l=] =]

bump interposer bump alatoltés  interposer

LGA - Land Grid Array
(16-2000 kivezetés, raszterosztas ~0,8 mm)

S e
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INTEL CORE 17-980X — LGA1366

Processzor Processzor foglalata
feliiletszerelt ellenallasok és kondenzatorok feliiletszerelt kondenzatorok

" |

B
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2000000088
sesssesees
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interposer kivezetés-fémezés alaplap foglalat, rugés lamellak
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CHIPMERETU TOKOZASOK (CSP — CHIP
SCALE PACKAGE)

A CSP definiciéja az IPC/JEDEC J-STD-012 szabvany alapjan: egy
lapkat tartalmazé (single die), felllet szerelhet6 alkatrész, melynek

terlilete nem nagyobb, mint az eredeti lapka 1.2x-ese.

CSP tokok csoportositasa:
1. hajlékony interposerrel rendelkez6 CSP

mereyv interposerrel rendelkezé CSP

2.
3. chiptart6 keret + keriilet mentén elhelyezked6 kivezetések
4. szelet szintli tokozasu CSP (wafer-level assembly type — L. 2.1. tétel)

pl. merev interposer, FC-CSP fricossaijtolt tok

flip-chip

=== E==I8

interposer

bump
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FELULETSZERELT ALKATRESZEK
CSOMAGOLASI MODJAI

Fellletszerelt ellenallasok SOIC — Small Outline IC
- papir szalagtar - mlanyag csoétar

Feliiletszerelt kondenzatorok QFP, PLCC, QFN, BGA, LGA
- mlianyag szalagtar - mianyag talcatar
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FEJLESZTESI IRANYZATOK

e Furatszerelt alkatrészek mianyag tokozasanak
felkészitése dlommentes forrasztasra (nagyobb

héallésag)
* Fellletszerelt alkatrészek esetén a kivezetések

méretének, osztastavolsaganak csokkentése — BGA
raszterosztas akar 0,4 mm — bump atméré 0,2 mm

* Alkatrészek méretének tovabbi csokkentése -

CSP -> Wafer Level Packaging
* BGA tokozasu alkatrészek esetén az olcsé epoxi

alapu interposerek mechanikai tulajdonsagainak
javitdsa (magasabb hdallésag, kisebb vetemedés,

hétagulasi egyitthaté /CTE/ jobb illesztése a Si-hoz)
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